
各種被削材に合わせ開発した当社独自のポリイミドレジンボ
ンドブレードです。
超耐熱樹脂ポリイミドをボンドに使用することより熱劣化が
少ない。ポリイミド樹脂は剛性が非常に高いため耐磨耗性や
形状維持に優れています。

用途 CSP基盤/ガラス等/CMOS基盤/セラミックス/超硬等
特徴 チッピング低減/超研削性

CEPLAX® BLADE
ポリイミドレジンボンド セプラックス

Diamond Polyimide 
Resin bond

超硬合金の微細溝入れ加工例

切断でのポイント：リードが外周部の端子に無い
ことが特徴であり、切断面の端子である銅のバリ
（端子間距離）制御が重要となります。

QFN ダイシング with CEPLAX BLADE

EX. : SD600-25-CX48 56D/0.1T/40H
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